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Descriptores B.O.E.

Herramientas software para € disefio de circuitos integrados y sistemas electronicos, circuitos
hibridos, etc. Sistemas especiales para € tratamiento de la informacion.

Temario

Capitulo I. Introduccién. (2 horas)
1.Introduccion al disefio e ectronico.

Capitulo I1. Tecnologias de disefio de un sistema electronico integrado. (8 horas)
2. Tecnologias bésicas. (2 horas)
3. Redes de puertas programables (FPGAS). (4 horas)
3.1. Bloques | 6gicos.

3.2. Memorias.

3.3. Bloques de Entrada/Salida.

3.4. Interconexionesy buses.

3.5. Mapeado de blogques funcionales.
4. Tecnologias semicustom. (2 horas)

4.1. Redes de puertas.

4.2. Células esténdar.

Capitulo I11. Métodos de disefio de un sistema electronico. (12 horas)
5. Flujos y herramientas de ayuda a disefio electronico. (2 horas)
5.1. Flujos de disefio.
5.2. Formatos y lengugjes estandares en disefio el ectrénico.
5.3. Entornos de disefio electronico.
6. Modelado y simulacion del disefio. (2 horas)
6.1. Descripcién HDL de hardware sintetizable.
6.2. Técnicas de reutilizacion (RMM).
6.3. Técnicas de simulacion.
7. Disefio arquitectural y sintesis del disefio. ( 4horas)
7.1. Model os arquitecturales de referencia.
7.2. Principios de lasintesis de alto nivel.
7.3. Metodologia de sintesis anivel de transferencia de registros (RT).
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7.4. Interfaz con el disefio fisico.
8. Disefio fisico. (4 horas)
8.1. Técnicas de particion y planificacion del disefio.
8.2. Colocacion de bloques y células del disefio
8.3. Técnicas de Interconexionado.
8.4. Verificacion post-layout.
8.5. Interfaz con foundry.

Capitulo V. Técnicas de disefio e integracion de sistemas electronicos. (8 horas)
9. Test de circuitos y sistemas integrados. (6 horas)
9.1. Técnicas bésicas de disefio paratest.
9.2. Técnicas de Boundary-Scan.
9.3. Simulacion defalos
9.4. Generacién automética de patrones de test
10. Técnicas de integracion para sistemas en chip. (2 horas)
10.1. Concepto de sistemaen Chip (SoC)
10.2. Componentes virtuales (1Ps)
10.3. Flujo de disefio de SoC

Conocimientos Previos a Valorar

Al tratarse una asignatura de Segundo Ciclo los alumnos han debido cursar las asignaturas del
primer ciclo, con los siguientes contenidos. electrénica basica, circuitos analégicos, circuitos
digitales, sistemas digitales (microprocesadores) y disefio de sistemas electrénicos basados en
microprocesador

Objetivos

El principal objetivo de la asignatura es capacitar a estudiante a abordar un disefio compleo, para
lo cual debe conocer las tecnologias y las técnicas de disefio actuales y las metodologias y
herramientas CAD involucradas en el disefio. Asimismo, se pretende que € estudiante conozca el
impacto que puede tener € uso de estas nuevas tecnologias en el disefio de los sistemas
electronicos.

Metodologia de la Asignatura

Al tratarse de una asignatura con contenidos teoricos y préacticos, los medios a utilizar son
necesariamente de diversa naturaleza. La parte tedrica se impartird utilizando medios estandares
(pizarra, transparencias y proyector). El método seguido en la parte tedrica de esta asignatura es €l
expositivo y deductivo. Para ello se presentan diferentes casos de aplicacion industrial y se
generalizan los conceptos adquiridos para su utilizacion en nuevos casos.

Por otro lado, la parte préctica se desarrolla en el laboratorio y hace uso de herramientas CAD para
disefio eectrénico, asi como de recursos WEB creados para la asignatura. En las clases de
précticas el alumno consolida los conocimientos tedricos adquiridos por medio de su aplicacion en
el desarrollo de diferentes casos reales.

Evaluacién

En la evaluacion de la asignatura se intenta tener en cuenta el trabajo global del estudiante. Para
ello se descompone la calificacion en cuatro factores que contribuyen a la valoracion final. Este
esguema de evaluacion, sin embargo, no debe favorecer a una valoracion puntual de cada uno de
ellos, sino que debe contribuir al esfuerzo personal en su globalidad. Por ello se han organizado en
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dos grupos de calificaciones:
* TEORIA (T):
- La nota de teoria se compone de dos factores:
+ Examen de teoria (ET):
- Seredlizara en lafecha prevista por el Centro y constara de problemas, preguntas cortas, de
desarrollo y/o de tipo test. Representa el 35% de lanotafinal.

- Se realizard un examen parcial en € mes de diciembre, eliminatorio hasta la convocatoria
ordinaria. La contribucién de este examen parcial en la nota final del examen de teoria dependera
de la extension del temario que se haya incluido dicho examen parcial.

+ Asistenciaaclase (APC):

- Este factor pretende valorar el esfuerzo del estudiante por el trabajo continuo y motivado
de la ensefianza tedrica de la asignatura. El estudiante puede obtener hasta el 15% de la nota final
(0,1 punto por cada clase tedrica). Este factor se aplica unavez se ha superado €l examen de teoria.

* PRACTICAS (P):
- La nota de practicas igualmente se compone de dos factores:
+ Memoria de précticas (MP):
- Laevaluacion positiva de las memorias de practicas representa el 25% de lanotafinal.
+ Examen final de practicas (EP):
- Se realizara un examen final individual a cada estudiante sobre las practicas realizadas y
sobre los conocimientos practicos adquiridos (VHDL, flujos de disefio, ...).
- Laevaluacion positivadel examen de practicas representa el otro 25% de la nota final.
- En @ caso de que € estudiante no asista sin justificacion adecuada a un 20% de las précticas
deberarealizar un examen préctico de todo el temario de la asignatura.
- Seguin se indica en e Reglamento de docenciay evaluacion del aprendigje la calificacion de
aprobado en la parte préctica de la asignatura se mantendra mientras e estudiante se presente a
todas | as convocatorias a las que tuviera derecho.

CALIFICACION FINAL. Lanotafinal del estudiante se obtendra de aplicar la siguiente ecuacion,
unavez se hayan superado ambas partes:
Calificacion Fina = T+ P= (APC + 0,35 * ET) + (0,25* MP + 0,25 * EP)

Por otra parte, si € estudiante no supera alguna de las dos partes (teoria y préacticas), la nota final
ser& Minimo (4.0, T* 0,5+ P* 0,5)

Descripcion de las Préacticas

Las préacticas se redizaran en e laboratorio en grupos de dos estudiantes utilizando las
herramientas de disefio que se mencionan sobre un equipo PC/Windows. Las préacticas estén
estructuradas en tres médul os, cada uno de ellos compuesto de cinco sesiones de dos horas:

Modulo 1. Introduccién al disefio basado en VHDL (10 horas).

Este mddulo incluye las siguientes practicas. Introduccién a VHDL, Introduccién al entorno de
captura y simulacion HDLDesigner/ModelSim de Mentor Graphics, Conceptos avanzados de
VHDL y Técnicas avanzadas de modelado y simulacion con VHDL. El objetivo docente de este
maodulo de précticas es que e estudiante se familiarice con las técnicas de descripcion hardware y
de simulacion basada en VHDL. El estudiante entregard una memoria con €l trabajo realizado en
esta practica.

Modulo 2: Disefio basico de FPGAS con Xilinx I SE (10 horas).

Este segundo modulo incluye las siguientes préacticas: Entorno de disefio ISE de Xilinx, captura
del disefio, seleccion de dispositivos, entrada de restricciones de sintesis, técnicas de optimizacion,
calculo de disipacion de potencia, disefio fisico, verificacion tempora y volcado sobre placa de
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prototipado . El objetivo docente de este modulo de préacticas es que €l estudiante se familiarice
con las técnicas de disefio de FPGAs de Xilinx a partir de descripciones VHDL. El estudiante
entregara una memoria con €l trabajo realizado en esta practica.

Modulo 3: Disefio avanzado de FPGAS con XILINX (10 horas).

En este médulo de précticas se pretende que e estudiante realice e disefio de un maodulo,
componente 0 nacleo a partir de la desccripcion  VHDL, verificando su capacidad de
implementacion sobre una FPGA de Xilinx. Para ello aplicaralos conocimientos adquiridos en los
dos modulos anteriores. El estudiante entregara la base de datos completa del disefio, incluyendo la
descripcion VHDL, los médulos de test y los scripts  de sintesis, ademas de una memoria que
incluya el documento de especificacion, € estudio tedrico previo al modelado del componente, el
flujo de disefio utilizado, la descripcion completa de cada uno de los modulos, |os resultados de
implementacion obtenidos para un caso de aplicacion y la hoja de caracteristicas del componente.
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